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(57)摘要

本发明提供一种连接器，可轻松且正确地将

电子元件连接至印刷电路板。该连接器包括大致

为C形的导电元件，该导电元件根据连接器的方

向提供与装置的正极和负极端子的连接。以这种

方式制成的一个连接器，该连接器可用于满足与

正极和负极端子的连接，从而简化了元件的结

构。由于连接器末端的形状，装置只能以一种方

式插入。连接器可以由导电材料单片制成，大致

弯曲成“C”形，并在其中制作特定的接头和切口。

该连接器包括一个用于快速和自动连接到印刷

电路板的接片，以及一个用于防止连接器在制

造、电镀或存储期间处于松动和未连接状态时互

锁的元件，允许将它们使用自动化程序被快速、

准确、低成本地添加到板上。
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1.一种连接器元件，包括：

导电材料单片，折叠形成大致为管状的元件；

所述大致为管状的元件具有细长轴线，所述细长轴线具有第一端和第二端，每个端部

形成为使得所述第一端被形成以配合正极电连接器，并且所述第二端被形成以配合负极电

连接器；

大致为管状的元件包括接头以允许将大致为管状的元件快速附接到印刷电路板上。

2.根据权利要求1所述的连接器元件，其中，所述导电材料是铍‑铜并且镀有镍。

3.根据权利要求1所述的连接器元件，其中，所述导电材料片被折叠成大致的“C”形的

形状。

4.根据权利要求1所述的连接器元件，其中，所述大致为管状的元件大致为“C”形。

5.根据权利要求1所述的连接器元件，其中，两个电连接器以大致平行的关系，以反向

轴向配置被设置，以形成用于电气装置的接线插座。

6.根据权利要求5所述的连接器元件，其中，所述连接器的设置形成用于极性保护的防

错连接。

7.如权利要求1所述的连接器元件，其中，所述大致为管状的元件包括从所述连接器元

件的顶部突出的凸片，大体垂直于所述细长轴线，以防止两个或更多个连接元件相互缠结。

8.一种为电气装置提供与印刷电路板的连接的方法，包括以下步骤：

由导电材料形成一对大致为管状的元件，每个大致为管状的元件具有长轴，大致管状

元件的端部形成为使得，在每个轴的一端大致管状元件形成为与正极插头的插脚配合，并

且在每个轴的另一端大致为管状的元件形成为与负极插头的插脚相配合；和，

将每个管状的元件以大致平行配置和反向极性的方式附接并电连接到印刷电路板，以

形成插座连接器；

其中，电气装置可以插入到每个大致管状的元件的一端并与印刷电路板电连接。

9.根据权利要求8所述的方法，其中，所述导电材料是铍‑铜并且镀有镍。

10.根据权利要求8所述的方法，其中，所述管状的元件各自折叠成大致为“C”形的形

状。

11.根据权利要求8所述的方法，其中，所述一对大致为管状的元件是三个管状的元件。

12.根据权利要求8所述的方法，其中，每个所述管状的元件包括用于帮助在印刷电路

板上连接/定向的接头。

13.根据权利要求8所述的方法，其中，每个管状元件包括从连接器元件突出的凸片，大

致垂直于细长轴，以防止两个或更多个连接元件的相互缠结。
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具有反极性保护的表面贴装(SMD)热电偶连接器

技术领域

[0001] 本发明涉及用于印刷电路板上的热电偶连接器。更具体地，本发明涉及低轮廓的

连接器，以安装在狭小的空间中，在一种设计中可反向作为正/负连接器，拾取和放置机器

在印刷电路板上可安装，并通过防错设计的连接提供反极性保护(防差错)使其只能在一个

方向使用，要连接到电路板的装置只能以正确对齐的方式插入电路板。

背景技术

[0002] 需要连接到外部控制或装置的印刷电路板是已知的并且被普遍使用。连接外部控

件或装置的装置通常包括连接器，其中必须在板上开一个开口，并将连接器硬焊接到位。因

此，这种连接方式需要额外的时间来完成一次性连接，并且产生了令人怀疑的问题，由于焊

接过程而损坏电路板，并且由于需要精确的工作和使用熟练工人从而导致在进行这种连接

的生产时相当大的延迟。此外，现有技术的连接器通常是相同的元件，它们允许以这样的方

式连接装置，即可以插入装置而无需考虑极性是否正确，并且如果以不正确的方式插入可

能会损坏装置和电路板。

[0003] 在这个领域要考虑的主要技术是像Omega的PCC‑SMP这样的产品，它们是热电偶母

连接器，与印刷电路板的热电偶公连接器连接。这具有微型(PCC‑SMP)和标准(PCC‑OST)的

两种尺寸，并由许多不同的供应商提供。与这些类型的传统连接器相关的不足之处在于它

们是通孔技术，因此需要用户将它们手工焊接到印刷电路板上(也就是说，这些产品没有使

用表面贴装技术)。在大批量应用中，这将成为非常昂贵的手工劳动或需要昂贵的自动化装

置。此类产品的另一个不足之处是它与PCB的热耦合不佳，因此需要使用远程温度传感器来

实现足够的冷端补偿(例如，参见Omega  Engineering ,Inc.型号：PCC‑SMP‑*‑R)。这种远程

温度传感器会产生额外的成本，而且安装起来非常困难(而且昂贵)。在许多应用中，这种远

程温度传感器不能提供足够的冷端补偿。该设计的最后一个不足之处是它不能与3线电阻

温度检测器(RTD)一起使用。

[0004] 以前可用的PAX  Instruments的表面贴装热电偶(SMT)触点已展示了此类连接器

和连接过程的改进。这是Github上的一项开源发明，Charles  Pax先生和一些在线追随者设

计了这款SMT热电偶连接器。这种技术的改进之处在于，连接器现在可以使用标准的拾取和

放置机器/PCB自动化进行SMT安装。这种设计的原因显示是为了支持PAX  Instruments的

T400热电偶数据记录器的开发，但PAX也决定单独销售SMT热电偶连接器。PAX似乎在2017年

停业，因为他们停止接受订单、运送产品和回应客户查询。因此，他们的SMT热电偶连接器不

再可用。此外，已经发现PAX装置的不足之处在于设计中没有包含反极性，因此用户可能会

将热电偶反向插入，从而可能损坏连接的装置和印刷电路板。还发现PAX设计相当复杂，有

很多弯头，因此制造起来既困难又昂贵。最后，由于该设计包含多个复杂的弯曲，用户可能

将匹配的热电偶连接器插入错误的开放“插槽”，这会导致在极性正确的情况下连接不牢

靠。

[0005] 因此，本发明的一个目的是提供一种更简单地将连接器连接到电路板上的装置，
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从而为诸如热电偶之类的装置提供牢固和正常的连接；为了使这种连接器具有更少的起伏

以使连接更牢固、使用更少的材料、连接器更容易安装，并且正/负连接使用相同的设计可

以旋转使得装置相互连接，为了便于连接和装置及印刷电路板的保护，只能在一个方向上

进行连接。此外，该装置最好是单一单元建立的连接器，在每一端提供不同的开口，这样通

过一个连接器设计，正极和负极端子可以插入不同的末端——通过将两个连接器相互平行

以相反的方向放置，连接被创建，以正确的极性提供对电路板的接入；从而节省了为每个负

极和正极端子创建一个装置的时间和金钱。通过这种设计，任何数量的装置可以并排放置

在所需的方向上，以创建用于两个、三个和/或更多线系统的插座。

[0006] 随着描述的进行，本发明的其他目的和优点将变得显而易见。

发明内容

[0007] 根据本发明，提供了一种连接器元件，该连接器元件包括：导电材料的单片，所述

单片被折叠以形成大致管状的元件。大致管状的元件具有细长轴，该细长轴具有第一端和

第二端，每一端被形成为第一端能够配合正极电连接器并且第二端能够配合负极电连接

器；连接器具有一个接片，以允许快速连接并容易将大致管状的元件对准印刷电路板。在优

选实施例中，连接器元件由铍铜制成并镀有镍，并且由折叠成大致“C”形形式的导电材料单

片制成。

[0008] 当需要电子连接时，这些电连接器中的两个以大致平行的关系并以反向轴配置被

放置，以形成用于电气装置的接线插座。需注意所述接片，连接器的放置形成了用于极性保

护的防差错连接。在优选实施例中，连接器包括对准接片，其大致垂直于连接器元件的底

部，用于帮助将连接器元件固定到印刷电路板上。此外，连接器包括从连接器元件的顶部突

出的凸片，大致垂直于细长轴，以防止两个或多个连接元件相互缠结。

[0009] 在使用本发明的装置时，为电气装置提供与印刷电路板的连接的方法包括以下步

骤：由导电材料形成一对大致为管状的元件，每个大致为管状的元件具有长轴，大致管状元

件的端部，使得在大致管状元件每个轴的一端被形成为可以配合正极插头的插脚，并且在

大致管状元件每个轴的另一端被形成为可以适合负极插头的插脚。然后将每个管状元件以

大致平行配置和相反极性的方式附接并电连接到印刷电路板以形成插座连接器。以这种方

式，一旦如此配置，电气装置可以插入到每个大致管状元件的一端并与印刷电路板电连接。

[0010] 这个方法中的装置最好是导电的，并且由诸如镀镍的铍‑铜之类的材料制成。这些

装置通过将材料片折叠成大致的“C”形的形状而简单地制成。在某些情况下，当装置具有两

个以上的插脚时，可以使用三个或更多的装置来容纳插头元件。

[0011] 为了更容易地将这种装置连接到印刷电路板上，这个方法使用的装置包括一个用

于帮助在印刷电路板内连接的接头，并且可以包括一个第二接头，它从连接器元件中以大

致垂直于细长轴位置形状突出，以防止两个或多个连接元件相互缠结。

[0012] 本发明的更详细解释将在以下描述和权利要求中提供并且在附图中示出。

附图说明

[0013] 图1是现有技术连接器的立体图。

[0014] 图2是现有技术第二种连接器放置在电路板上的立体图。
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[0015] 图3是现有技术连接器放置在电路板上的分解立体图。

[0016] 图4是本发明的连接器的正视图。

[0017] 图5是本发明的连接器的立体图。

[0018] 图6是本发明的连接器的平面图，示出了，部分切除以显示其中装置的放置，在印

刷电路板上的适当位置并连接到外部装置。

[0019] 图7是本发明的连接器在印刷电路板上就位并连接到外部装置的立体图。

具体实施方式

[0020] 尽管本发明可以采用各种形式的实施例，但在附图中示出了许多当前优选的实施

例，这些实施例将在下文中更详细地讨论。应当理解，本公开内容应被认为是本发明的示

例，并不旨在将本发明限制于所说明的具体实施例。还应当理解，本申请的这一部分的标题

(“具体实施方式”)涉及美国专利局的要求，不应被视为对本文公开的主题的限制。

[0021] 参考附图，现有技术的连接器在图1和图2中以立体图显示。可以看出，图1中的装

置10包括具有导电性的折叠材料和连接到印刷电路板和与外部装置(例如热电偶)形成连

接，连接后将形成这样一个装置，通过测量温度并向电路板提供信息，用于测量第三产品的

温度等事物，以供由电路板组成的装置识别。图1中的装置10是相同的Pax连接器，以相反的

配置显示，彼此相邻，因此可以看出每个连接器的开口2是相同的，并且通过设计可以包含

任何尺寸的插脚，无论是不同的宽度还是相同的宽度，在任一侧开口，有时会导致插入装置

时极性不正确。Pax装置10包括允许将装置放置在电路板上的接片4。图2的装置10包括金属

元件12，金属元件12附接到印刷电路板14，允许电子从阳热电偶连接器16流到电路板14，用

于由构成电路板14的元件测量并在任何类型的显示装置上显示。如图3所示，装置10是一种

仍在使用中的更复杂的连接器，它包括伸长的连接器元件18，这些连接器元件18被推通过

电路板14中的开口20，从而装置10可以附接到电路板14上，通常通过焊接。本领域普通技术

人员将理解，在现有技术中，这种连接是通过在板上开孔、将装置推入板并将装置手工焊接

到板上并与板进行电子通信来实现的。这样的过程需要大量的时间和熟练工人的使用才能

在电路板上建立适当且持久的连接。连接器10是一个复杂元件，它还包括开口22，外部仪

器，例如热电偶，可以插入其中。可以看出，开口22的大小不同，因此插头只能以一种方式插

入。

[0022] 现在参考图4和图5，显示了本发明的装置30的两个视图。图4以正视图示出了装置

30。在优选实施例中，装置30由单片导电材料制成；在优选实施例中，该材料是镀镍的铍和

铜的合金——它具有出色的导电性，可以弯曲和形成所需的形状，并且耐腐蚀。应当理解，

在不脱离本发明的新颖范围的情况下，许多其他材料、混合物、合金和其他材料类型可以用

于替代。在图5中，装置30的立体图可以更清楚地看到，导电材料片材弯曲的最终产品是大

致为C形的元件，具有顶壁32、底壁34和侧壁36，大致形成C形。连接片38从底壁34延伸，并大

体垂直于底壁延伸，用于将装置30固定在印刷电路板上的位置，以便本领域的普通技术人

员用已知的方式进行拾取和放置自动安装。设置在顶壁32上并且大体上垂直于其延伸的是

较大的凸片40，该凸片40用于保持装置30不与其他装置30纠缠。

[0023] 如图5所示，装置30清楚地显示，当沿图的方向观察时，装置30的左侧42和右侧44

由不同的顶部构件42t和44t制成。可以看出，顶部构件42t包括从顶壁32悬垂的中央弯曲部
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分42c和也从顶壁32悬垂但角度更大的两个端部构件42e(并且如图4所示，被制成接触底壁

34的顶部34t)。与此不同，顶部构件44t是一体式元件，类似于中央弯曲部分42c弯曲。每个

装置30以这种方式制成，以便在一个元件中提供用于电子仪器的正端子和负端子的连接

器，将在下文进行更详细的描述。由于顶部构件42t和44t的差异，当成对正确组装时(或其

他装配，包括在三线系统中使用三个连接器)，一个装置30可以容纳电子元件的不同插脚，

与具有元件22的现有技术的装置10(在图3中)一样。

[0024] 现在参考图6和7，显示了在电路板14上组合使用装置30。图6显示了置于装置30内

的电子元件50；为了更清楚地展示连接插脚52的形状和尺寸，相对于装置30，装置30被显示

为部分切除(请比较图7中的相同结构)，以便可以更好地显示插脚52的相对尺寸。在图6中

可以看出，负插脚52n的宽度大于正插脚52p的宽度；这是此类元件上的负和正插脚的标准

配置。以这种方式，装置30的用户只能以一种方式将电子元件50插入其上具有本发明的装

置的电路板14(即，将元件50倒置并尝试插入插脚52n、52p由于插脚的尺寸和装置30中开口

的相应尺寸，将不能进入装置30)；这是为了保护元件50和电路板14免受意外颠倒任何一个

极性的有害影响。如图6所示，当与图5一起观察时，较大宽度的插脚52n只能装入其中具有

大开口的右侧元件44中，而宽度较窄的插脚52p可以放置在任一侧，更适合放置在左侧元件

42中，该左侧元件42具有腿元件42e，以帮助在装置30内为插脚52p形成紧密配合，并形成对

宽插脚52n不正确引入其中的障碍。以这种方式，由彼此相反方向的两个装置30制成的连接

器形成用于元件50的插头元件的插座60。应当理解，对于一个元件，装置30，可以形成任何

配置的插头正确数量的单独装置30，并根据需要彼此并排设置以适应来自装置的插脚的数

量。本领域普通技术人员将理解，本发明的装置涵盖所有结合了不对称设计以确保反极性

保护的SMT可安装热电偶连接器。还应该理解的是，该装置不仅适用于热电偶，还可以用于

所有基于电气的温度传感器，包括RTD和热敏电阻。

[0025] 图7示出了电子元件50与本发明的插座60的连接。插脚52p被清楚地显示为装配到

侧面42中，插脚52p通过端部构件42e被紧紧地保持在电气通信中，并且插脚52n被示为保持

在端部44的顶部44t和底部34内，保持在电子通信中；所有这些都以形成将元件50连接到电

路板14的电路。每个装置30以与形成插座60的另一个装置30相反的方向显示在适当位置，

以显示具有单一样式的元件30，从而简化制造此类装置的过程，只需要一种设计即可实现

指定目的，用于创建电路板的连接点。

[0026] 因为只需要一种类型的装置30，所以简化了制造，并且使用这些元件创建印刷电

路板的过程被简化和加速，错误更少，并且以更完全自动化的方式生产出更好的电路板，从

而提高了生产能力，并提供了更清洁、更少故障的操作。

[0027] 具体来说，本发明是一种具有反极性保护的表面安装热电偶连接器(PCC‑SMD)。虽

然主要应用是热电偶传感器，但非热电偶独有。本发明的设计可用于所有基于电气的温度

传感器，包括电阻温度检测器(RTD)和热敏电阻。与在先且不再可用的PAX技术类似，此热电

偶连接器是一种表面安装装置，这意味着它已为标准的拾取和放置机器/PCB自动化做好了

自动化准备。这种SMD式热电偶连接器将节省PCB制造商的劳动力和成本，使其对大批量应

用非常有吸引力。本发明对现有连接器至少具有三个主要改进，其中包括：

[0028] 1)本发明提供反极性保护，使其“防差错”(poka‑yoke)。PCC‑SMD设计有带有机械

阻塞的特定功能，因此用户无法将匹配的热电偶连接器插反或倒置。本发明的该装置是非
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对称的并且确保PCB制造商必须以PCB设计者所期望的方式安装连接器。

[0029] 2)第二个改进是本发明的装置可以比现有的现有装置在高度上做得更薄。以上公

开的现有装置的高度为3.27mm，而本发明的装置在优选实施例中在其最高点处为2.36mm

(高度降低28％，具有相同的占地面积)。这是值得注意的，因为这允许在外壳内实现更薄的

电子产品和更紧密的PCB封装，这在电子行业的发展中非常重要。

[0030] 3)第三个改进是本发明仅包含2个主要弯曲，产生简单的“c”形几何形状，而上面

公开的现有装置具有4个主要弯曲，产生“e”形几何形状。因此，现有装置需要多出55％的原

材料，以及制造更复杂的工具。这导致本发明的装置更容易制造并且制造也更经济。

[0031] 尽管已经示出和描述了本发明的说明性实施例，但是应当理解，本领域技术人员

可以在不背离本发明的新颖精神和范围的情况下进行各种修改和替换。
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图5
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